



料は鏡面研磨 を行った後,イ トロ処理を1回 行っ
たものと行っていないものを用いた。
【結果および考察】せん断接着強 さの結果,I1は
他2条 件 と比較 して有意に小 さな値 を示 し,I2は
sPより有意に大 きな値 を示 しました。 この結果
により,金銀パラジウムに対するイ トロ処理の時
間は,短 いと効果は薄いが処理時間を延長するこ




はスパ ッタリング1分で検 出され なくな り,I2で
は3分 で検出量がごくわずかとなった。これ らの
結果か ら,イ トロ処理により生成 されるシリカの












強 さについて,比 較検討を行い,ま た,イ トロ処




　 1.せん断接着試験:金 銀パラジウム合金 を通
法に従い鋳造 した ものを樹脂包埋 し,#600まで
研磨 したものを被着体とした。被着面の処理 とし
て①SA:サン ドブラス ト処理+メ タルプライマー
塗布,②I1:イトロ処理+シ ランカップ リング剤
塗布,③I2:イトロ処理×2回+シ ランカップ リ
ング剤塗布,の3条 件を設定 した。 イ トロ処理の
条件 として,イ トロ処理専用のガスを技工用ガス
バーナーに注入 し,還元炎が被着面に当たるよう
に高 さを調節 し,10cm/秒で移動 させながら火炎
を噴射 した。表面処理後,歯 冠用補綴 レジンを直
径6mm,高 さ2mmに 築盛 し,光重合 を行った。
作製 した試験片は37℃蒸留水 中に24時間保管 し
た後,せ ん断接着試験に供 した。
　　2.エ ッ ク ス 線 高 分 子 分 光 分 析:
QuANTuM2000(uLvAC　PHI)にて分析を行っ
た。試料は金銀パラジウム合金を#4000まで研磨
した後,研 磨面にイ トロ処理 を1回 行った もの
(I1)と2回行ったもの(I2)を用いた。分析 は
表面か ら行い,Arイオンスパ ッタリングにて元
素の深 さ方向への解析を行った(1分 間のスパ ッ
